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就業機構基本資料表:填表日期   113 年 10 月 18 日 

公司名稱 金居開發股份有限公司 

負責人 宋恭源 統一編號 16447610 

聯絡人 李登燦   

聯絡人電話 05-5515480 分機 3314 E-mail daniel@co-tech.com 

就業地點 雲林縣斗六市科工八路 56 號 

公司簡介 

本公司係由宋恭源先生（光寶集團）、詹正華先生（光隆羽毛）、駱傑雄先生與

江國政先生（致福集團）等人， 於民國八十七年五月共同創辦而成。 

共同使命： 生產「電解銅箔」為本國銅箔基板與多層印刷電路板厚植此一關鍵
材料之自給自足及開拓外銷而努力。共同願景：提供使顧客滿意的電解銅箔， 

成為最佳化應用銅箔的製造與服務業者，躋身於世界銅箔產業之前三大製造廠
商。 

甄選方式 筆試+面試 

輪班 

□否 工作  時 

■是 做  休  (依工作需求安排，

並發給輪班津貼) 

加班時間 

□否 每日    時 

■是 每週    時 

(依工作需求) 

系別 工作項目內容 名額 薪資 需求條件或專長 備註 

機械/材料科

學/工業管理 

 

大學畢業 

一、具化材機械相關
學歷背景者尤佳。 

二、經瞭解現場製程
後，進行 

1.現場製程 SOP 規劃
及改善 

2.推動精實生產並提
升生產效率 

3.產能/產線效益評估 

4.規劃並執行專案改
善 

5.其他主管交辦事項 
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■有      
35000元/月以上 

具生產成本概念、IE 相
關工作經驗者尤佳。 

配合輪班作業者，另計
輪班津貼。 

 

 

公司福利 

交通津貼 伙食 宿舍 勞保 健保 意外險 勞退 其他 

□  免費 

■不提供 

□  提供 

■不提供 

□ 提供 

■不提供 

■有 

□無 

■有 

□無 

■有 

□無 

■有 

□無 

持股 

信託 

＊配合個資法的實行，請留公司的聯絡電話及E-mail ，謝謝~ 

＊薪資未達"4萬"之職缺，依相關規定不可填寫"面議"，表格若不夠填寫，請自行增列，謝謝。 


